
UV Tape  
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o 응용분야 (applications) 

o  

o · 반도체 / LED Dicing 

o  

· Glass, PCB, 세라믹 Dicing 

o  

o 규격 (Standard) 

o     

 



o  
o 사용 예 (Example) 

o  

o      

o  

Non UV Tape 

o  



 
o  

o  
o  

o 응용분야 (applications) 

o  

o · 반도체, LED, 세라믹 Dicing 

o  

· LED P & S, Sorting, Die Bonding 

o  

o 규격 (Standard) 

o     

 

o  



o 사용 예 (Example) 

o  

o      

 

기타 참고 내용 

 

UV Tape 제품 특성 

  



소재에 부착하여 UV 조사 (照射) 전에는 높은 점착력으로 소재를 단단히 고정하고, 

UV조사 후에는  

경화로 인하여  점착력이 감소하여 쉽게 박리(剝離)가 가능하며, 소재 표면에 오염 없이 

박리되는 특성을 가진 특수 Tape.  

 

 1) 강한 점착력으로 다이싱 공정 중에 Chipping, Chip flying 방지. 

 

 2) UV 조사 후에는 점착력이 저하되어 Die pick-up 시에 Chip 에 대한  

오염이나 손상 없이 쉽게 박리. 

 

 3) UV 조사 후 제품 표면에 오염이나 손상 없음. 

  

 <UV 조사 전/후 점착력 Trend> 

 

 

* 제품 구조도  

   

 



 

 


